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Kompaktbaugruppe operativ an eine Host-Karte ange-
schlossen ist, enthaltend:

ein Laminat zum Tragen optoelektronischer Komponenten;
ein Verstarkerchip zum Verstarken elektrischer Signale, der
operativ mit dem Laminat verbunden ist und von diesem
getragen wird;

eine flexible Schaltung zum Empfangen der verstarkten Si-
gnale von dem Verstarkerchip, die elektrisch an das Lami-
nat angeschlossen ist und von diesem getragen wird;
einen optoelektronischen Chip zum Empfangen der ver-
starkten elektrischen Signale, die von dem Verstarkerchip
generiert wurden, und zum Generieren von optischen Sig-
nalen als Reaktion darauf, der elektrisch an die flexible
Schaltung angeschlossen ist; und

einen Kuihlkorpertrager zum Abfiihren von Warme von der
flexiblen Schaltung, der operativ mit dieser verbunden und
an dem optoelektronischen Chip befestigt ist.
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Beschreibung
Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Faseropti-
kanschlisse und insbesondere eine Struktur und ein
Verfahren zum Ankoppeln eines Mehrkanal-Faserop-
tikkabels an einen Sender mit Mehrkanal-Laser-Ab-
strahlflache mit Senkrechtem Einbauraum (VCSEL -
Vertical Cavity Surface Emitting Laser) und einen
Empfanger mit einer Senkrecht Ausgerichteten Inte-
grierten Mehrkanal-Chip (PAID — Perpendicularly Ali-
gned Integrated Die).

DER ERFINDUNG ZUGRUNDELIEGENDER ALL-
GEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Die Erfindung sucht eine Kompaktbaugruppe
zu bauen zum Ankoppeln eines Mehrkanal-Faserop-
tikkabels an einen Sender mit Mehrkanal-Laser-Ab-
strahlflache mit Senkrechtem Einbauraum (VCSEL)
und an einen Empfanger mit Senkrecht Ausgerichte-
ter Integrierter Mehrkanal-Chip (PAID). Die aktive
Oberflache sowohl der empfangenden als auch der
sendenden Chip (nachstehend "optoelektronischer
Chip" genannt) steht senkrecht zur Ebene der Lami-
nat-Kompaktbaugruppe. Die Kompaktbaugruppe
kann direkt an eine Endanwenderkarte angelttet
werden, mit ihren Kabeln direkt durch die Endhalte-
rung gesteckt. Mit anderen Worten, das Kabel kann
von der Karte in einer Richtung parallel zur Kartene-
bene herausgefihrt werden.

[0003] Weitere Vorteile dieser Konstruktion sind:
1) Sie hat eine integrierte Zugentlastung, eine
Klinkenarretierung und Sicherheitsvorrichtungen;
2) sie benutzt verfigbare Prozesse und Materia-
lien;
3) sie beinhaltet ein BGA-Gehause-Laminat in
Plastikausfiihrung (PBGA - Plastic Ball Grid Ar-
ray) fur Hochgeschwindigkeitsbetrieb und Kosten-
reduktion;
4) sie ist in zwei Teilen konstruiert, mit unabhangi-
ger Prifung jedes Teils zum Verbessern der Ge-
samtausbeute;
5) sie lasst zwei Strategien zum Abziehen von
Warme aus der Kompaktbaugruppe zu;
6) sie beinhaltet verschiedene eingebaute Merk-
male zum Minimieren des elektrischen Uberspre-
chens, der HF-Abstrahlung und der Empfindlich-
keit gegenlber externer HF-Strahlung; und
7) sie umfasst verschiedene Merkmale die dazu
dienen, die optischen Oberflachen und die elek-
tronischen Komponenten gegen Beschadigung
zu schitzen.

[0004] Die Entwicklung dieses Konstruktionstyps
hat sich als schwierig herausgestellt, da Halbleiter-
bauelemente (haufig entweder als Plattchen oder
Chips bezeichnet) mit aktiven Komponenten nur auf

einer Seite, in der Regel parallel zur Karte montiert
werden, wobei ihre optisch aktiven Teile senkrecht
ausgerichtet sind, um Licht zu empfangen oder abzu-
strahlen. Es ist daher nétig, Mittel zum Ausrichten der
optoelektronischen Chips senkrecht zur Karte vorzu-
sehen, so dass das abgestrahlte oder empfangene
Licht parallel zur Karte in die Kompaktbaugruppe ein-
strahlt wird, wahrend das Profil (HOhe Uiber der Karte)
niedrig genug gehalten wird, um vom Endanwender
verlangte spezifische Einschrankungen zu beachten.

[0005] Unter den Merkmalen, die in die Konstruktion

aufgenommen wurden, sind:
1) ein umspritztes BGA-Gehause (BGA — Ball Grid
Array), die das relativ schwache BGA-Laminat
starkt und versteift. (Das ist erforderlich, weil die
sorgfaltig ausgerichtete Optik, die an Ort und Stel-
le gehalten werden muss, in die Kompaktbau-
gruppe integriert ist);
2) eine Kompaktbaugruppe mit integrierter Zug-
entlastung fur die Kabel/Steckverbinder mit direk-
ter mechanischer Kopplung mit der Karte, um Sto-
rungen der optischen Teile zu verhindern;
3) Verwendung relativ kostenglnstiger Materia-
lien, Montageverfahren und Standardprozesse;
4) Gesonderte Erdanschliisse in der BGA, eine
zweiteilige Klappe, eine Abdeckung und Kontakt-
stifte auf den Tragern zum Minimieren
a) des Ubersprechens vom Empfianger zum Sen-
der,
b) der abgestrahlten HF-Leistung, und
c) der Empfindlichkeit gegentiber der HF-Aufnah-
me;
5) Einbau vieler Standardmerkmale von umspritz-
ten Kompaktbaugruppen zum Minimieren von
Kosten und Schadenanfalligkeit;
6) Eine verbesserte Montage/Prufstrategie (um
die Ausbeute hoch und die Kosten niedrig zu hal-
ten); und
7) Eine Dualpfadstrategie zum Abziehen von War-
me aus der Kompaktbaugruppe, um die optoelek-
tronischen Teile fur den Hochgeschwindigkeitsbe-
trieb kihl genug zu halten.

Stand der Technik

[0006] Es hat eine ganze Reihe von Versuchen ge-
geben, eine Kompaktbaugruppe und/oder ein Pro-
dukt zu entwickeln, das den allgemeinen Anforderun-
gen einer parallelen Faseroptikverbindung ent-
sprach. Eine Kompaktbaugruppe wurde fiir das JIT-
NEY Projekt entwickelt, eine von der Regierung fi-
nanzierte Kompaktbaugruppe, entwickelt bei IBM
von M.S. Cohen et al. "Packaging Aspekts of the Jit-
ney Parallel Optical Interconnect,” 1998 ECTC, S.
1206-1215; und J. Crow et al., "The Jitney Parallel
Optical Interconnect,” 1996 ECTC, S. 292-300, be-
stehend aus gesonderten Sender- und Empfan-
ger-Modulen und zwei gesonderten Kabeln, um eine
bidirektionale optische Verbindung aufzubauen. Das

3/23



DE 100 65 034 B4 2006.01.19

Kabel enthielt 20 Fasern fir die gleichzeitige Uber-
mittlung von 20 Kanalen fiir Information bei voller Da-
tenrate. Diese Konstruktion ermdglichte die Ubermitt-
lung von zwei Bytes Information zusammen mit vier
Servicebits in jeder Bit-Zeit. Das Sendermodul ent-
hielt einen Treiber-Chip (Differenzeingange) und ei-
nen VCSEL-Sender. Beide Chips wurden auf einer
Waremesenke montiert. Der Kuhlkérper und die
Chips waren parallel zum Modul und zur Karte.

[0007] Eine eigens konstruierte Matrixlinse diente
zum Neuausrichten des Lichts, das vom VCSEL
(senkrecht zur Karte) in die Eingangsflache der Fa-
sern abgestrahlt wurde, die parallel zur Karte ange-
ordnet waren. Auf dhnliche Weise enthielt das Emp-
fangermodul einen Empfanger-Chip (der Differenz-
ausgangssignale generierte), die auch parallel zum
Modul ausgerichtet waren. Dieselbe Matrixlinse wur-
de benutzt, um das Licht neu auszurichten, das aus
den optischen Fasern in Richtung senkrecht zur Kar-
te austrat, so dass das zu erfassende Licht im we-
sentlichen senkrecht zur lichtempfindlichen Oberfla-
che des Empfangers auf die Oberflache auftraf. Ob-
wohl verschiedene Ahnlichkeiten in der JIT-
NEY-Kompaktbaugruppe gefunden werden mogen,
versuchte sie nicht, das Ubersprechproblem (Sender
zu Empfanger) zu I6sen. Sie benutzte zwei gesonder-
te Module. JITNEY hatte eine gesonderte Zugentlas-
tung, benutzte einen Systemtrager (lead frame) (an-
statt eines BGA) und benutzte im allgemeinen keine
Kompaktbaugruppentechnik, die zum Unterstiitzen
von Datenlibertragungsraten von 1 Gigabit pro Se-
kunde pro Kanal oder mehr erwartet wird.

[0008] Zwei Versionen von Verbindungs-Sen-
der/Empfanger-Modulen, die fiir das Motorola Opto-
bus Projekt entwickelt wurden, werden in zwei Ab-
handlungen beschrieben: "Characteristics of VCSEL
Arrays for Parallel Optical Interconnects," 1996 Elec-
tronics Components and Technology Conference
(ECTC), S. 279-291; und "Optobus I: A Production
Parallel Fiber Optical Interconnect," 1997 ECTC, S.
204-209. Beide Module haben eine Anzahl Kompakt-
baugruppenmerkmale gemeinsam: 1) eine an der
Oberflachen ausstrahlende VCSEL-Matrix wird be-
nutzt, der Lichtpfad lauft parallel zur Host-Kartenebe-
ne, und die optoelektronische Komponente steht
senkrecht auf dem BGA-Laminat des Moduls, 2) eine
formgegossene Kunststoffwellenleiterstruktur fihrt
das Licht zur/von dem optoelektronischen Chip zu
den Stirnflachen der Fasern in optischen Bandka-
beln, wobei die Kabel in MT-Steckverbindern enden,
3) eine tropfenverkapselte Multichip-Anschlussstift-
matrix-Laminat-Leiterplatte ist vorgesehen, auf der
die optoelektronische Teilbaugruppe montiert ist, und
4) die sich ergebende Kompaktbaugruppe ist nicht
hermetisch gekapselt.

[0009] Im Herstellungszustand betragt der Verlust
der verlustarmen Wellenleiter einige Zehntel dB/cm.

Um die Sicherheitsziele zu erfillen und die Menge
der optischen Energie, die den Detektor erreicht, zu
vergroRRern, werden die Wellenleiter fir den Sender-
und den Empfangerteil dieses Sender/Empfangers
nicht identisch gebaut. Senderseitig wird der Wellen-
leiter so konstruiert, dass er die numerische Apertur
des eintretenden Strahls beim Ubergang des Lichts
vom VCSEL zur optischen Faser vergrof3ert. Emp-
fangerseitig ist der Wellenleiter so konstruiert, dass
er die Kopplungseffizienz von der Faseroptik zum
Lichtdetektor verbessert. Ein passives Ausrichtver-
fahren (d.h. die optischen Elemente sind wahrend
des Verfahrens nicht elektrisch aktiviert) wird zum
Ausrichten der Matrix der optisch aktiven Elemente
auf den opotoelektronischen Chips auf die geformte
Struktur benutzt, die eine Matrix von Wellenleitern
enthalten.

[0010] Ein Systemtréger zum Ubermitteln der elek-
trischen Signale an den optoelektronische Chip wird
gemal dem Optobus Sender/Empfanger (Abhand-
lung von 1996) umspritzt und dient als tragende
Struktur fir die Wellenleiteranordnungen. Elektrische
Anschlisse werden von den polierten Enden der Lei-
ter des Rahmens mit Anschlussbeinen gemacht, was
eine Nichtstandard-Kompaktbaugruppenlésung dar-
stellt, um Kontaktflachen auf der oberen Oberflache
des optoelektronischen Chip zu kontaktieren. Das
andere Ende jedes der Systemtragerleiter, die zu
Ausgangspunkten entlang der Seite der geformten
Wellenleiterstruktur gefihrt werden und dann nach
unten zu Befestigungspunkten gebogen werden,
werden elektrisch mit Kontaktflachen auf der oberen
Oberflache der Laminatplatine verbunden.

[0011] Im Optobus | Sender/Empfanger (Abhand-
lung 1997) wird ein TAP-Systemtrager (Tape automa-
ted Bonding) benutzt, um die elektrische Funktion der
Standardsystemtrager der friheren Version zu erset-
zen. Die Leiter an einem Ende dieses TAB-System-
tragers stehen im elektrischen Kontakt zu den optoe-
lektronischen Chips und andererseits zu den Kontak-
ten auf der oberen Oberflache der Laminat-Platine.
Der TAB-Systemtrager ist zwischen den beiden En-
den um 90° gebogen. Wieder wird die Ausrichtung
zwischen der geformten Wellenleiterstruktur und den
optoelektronischen Chips mittels einer passiven Aus-
richttechnik erreicht.

[0012] Das PAROLI-Programm (Parallel Optical
Link for Multichannel Gigabit Rate Interconnections"
(Siemens), von A. Karstensen et al.,, 1988 ECTC,
S.747-754 enthalt einen Optokoppler, der das Licht
um 90 Grad umlenkt. Eine Anordnung von Multimo-
denfasern wird in einem Spritzguss-geformten Halter
zusammengefasst. Die Faserende-Anordnung wird
im Winkel poliert, und die optisch-aktiven Chips wer-
den in einer Position unterhalb der polierten Facetten
gebondet, so dass das Licht dem gewUlinschten Weg
folgt. Eine aktive Ausrichtung wurde angewendet
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zum Positionieren der Chips in den Facetten. Der Op-
tokoppler stimmte mit einem MT-Typ eines optischen
Steckverbinders Uberein. Eine nichthermetische
Kapselung wurde angewandt.

[0013] Zum Herstellen der Verbindung wurden zwei
gesonderte 12-Kanal-Module benutzt, einer fiir den
Sender und einer fir den Empfanger. Eine AC-ge-
koppelte Verbindung wurde gebaut mit einer Daten-
rate von 1 Gbit/s flir jeden Kanal; eine DC-gekoppelte
Verbindung wurde gebaut mit einer Datenrate von
500 Mb/s fiir jeden Kanal.

[0014] Ein PARABIT (NTT) 40-Kanal paralleles opti-
sches Zusammenschaltmodul mit einem Durchsatz
Uber 25 Gbit/s, K. Katsura et al., "Packaging for a 40
Channel Parallel Optical Interconnection Module with
an Over 25 Gbit/s Throughput,” 1998 ECTC, S.
755-761, enthalt einen Sender/Empfanger beste-
hend aus 20 Sende- und 20 Empfangskanalen in ei-
nem Modul, und benitzte eine Multimodenfaser. Ein
250mm Punktabstand wurde benutzt, mit 850 pm
VCSELs und GaAs Stift-Photodioden. Mittels poly-
merer Wellenleiter wurde Licht zu und von den op-
tisch aktiven Chips geleitet, die in 45° geschnitten
waren, um den Photonenweg umzuleiten. Passive
Ausrichtung der Chips nach den Wellenleitern wurde
benutzt, wobei das Prinzip der Indexausrichtung an-
gewandt wurde. Ein einzigartiger "Blankfaser"-Ver-
binder wurde zum Koppeln der Wellenleiter an die
Fasern benutzt. Dabei stehen Blankfasern aus dem
Ende des Verbinders vor. Die Fasern waren in Mikro-
kapillaren eingesetzt, die mit den polymeren Wellen-
leitern zusammengefiigt wurden. Die Fasern wurden
verformt, um eine konstante Kraft auf die Enden der
Wellenleiter zu erzeugen, damit ein guter physikali-
scher Kontakt aufrechterhalten wurde.

[0015] Im DuPont Projekt POLO 980nm von K.
Hahn et al., "Gigabyte/sec Data Communications
with the POLO Parallel Optical Link," 1996 ECTC S.
301-307 wurde ein nach unten abstrahlender VCSEL
Anordnungschip mit einer PIN-Photodiode benutzt.
Diese Chips wurden in zwei weit beabstandete Teilm-
odule eingebaut, jedes mit 10 Kanalen. Jeder Kanal
wurde fir einen 1 Gbit/s-Betrieb ausgelegt. Der Op-
tokoppler, der Licht zu und von dem MT-Steckverbin-
der Ubermittelte, arbeitete auf der Grundlage von Po-
lymerwellenleitern und bestand aus handelsublich er-
haltlichen "Polyguide" (DuPont) Wellenleitern. Eine
90° Umleitung im Lichtpfad wurde erreicht durch Vor-
sehen einer 45° Schragung am Ende des Polyguide
und bildete so einen Spiegel. Die optisch aktiven
Chips wurden zuerst Chip-gebondet, bevor der Poly-
guide ausgerichtet wurde.

[0016] Eine Hitachi-Kompaktbaugruppe von A. Miu-
ra et al., "Reliable, Compact, CMOS Interface, 200
Mbit/s x 12-channel Optical Interconnects Using Sin-
gle-Mode Fiber Arrays," 1997 ECTC; S.225-230; und

A. Takai et al., "200 Mb/s/ch 100-m Optical Subsys-
tem Interconnections Using 8-Channel 1.3-mm Laser
Diode Arrays und Single-Modus Fiber Arrays", J.
Lightwave Tech., Bd. 12 S. 260-270, 1994, umfasste
200 Mb/s x 12 Kanal optische Verbindungskabel un-
ter Verwendung von Ein-Modus-Faseranordnungen.
Die Hitachi-Module, die gesonderte Sender und
Empfanger-Module sind, wurden ausgelegt fiir Lang-
wellen-Einzelmodus-Operation. Zu diesem Zweck
wurden benutzt 1,3 ym kantenabstrahlenden Laser
zusammen mit voll-hermetischer Abdichtung. Plana-
re Mikrolinsenanordnungen wurden zum Lichtkop-
peln benutzt. Eine Anordnung von 12 Kanalen wurde
sowohl fur das Sender- als auch fur das Empfan-
ger-Modul benutzt. Jeder Kanal 1auft auf 200 Mbit/s.
Die Fasern wurden zwecks genauer Einrichtung in
Silizium-V-Nute gelegt. Die Ausrichtung wurde durch
ein erstes Grobausrichten mit Hilfe einer Stereo-Mi-
kroskop-Bildbearbeitung, und die genaue Justierung
wurde dann erreicht durch Anwenden des rechnerge-
steuerten, zweidimensionalen Scannen.

[0017] In 3,5 Gbit/s x 4 ch Interconnect (NTT) von N.
Tanaka et al., "3.5 Gb/s x 4 ch Optical Interconnec-
tion Module for ATM Switching System," 1997 ECTC
S. 210-216, benutzt eine Struktur fiir eine Vielka-
nal-Faseroptikkompaktbaugruppe eine  Silizium
V-Nut-Technik, um eine 4-Kanal-Fasermatrix vorzu-
sehen, wobei die Fasern in Mikrokapillaren eingelegt
sind. Die Faserenden sind als halbkugeliges Objektiv
ausgelegt. Passive Angleichung wird benutzt durch
Bonden des kantenabstrahlenden Laser an das glei-
che Siliziumsubstrat, das die Fasern halt. Das gleiche
Prinzip wird benutzt fir die Photodiodenmatrix, aber
die Faserobjektive werden in diesem Fall schrag po-
liert. In beiden Fallen wird eine Faserschragung von
250 mm benutzt. Jeder Kanal wird mit 3,5 Gbit/s be-
trieben.

[0018] Eine Ein-Gbyte/s Matrix (NEC) von T. Naga-
hori, "1-Gbyte/sec Array Transmitter and Receiver
Modules for Low Cost Optical Fiber Interconnection,"
1996 ECTC S. 255-258 enthalt Silizium-V-Nuten, die
zusammen mit einem kantenabstrahlenden Laser
benutzt werden. Der Laser ist durch die Lotper-
len-Technik passiv ausgerichtet auf das Silizi-
um-Substrat, wie auch die Monitor-Photodiode. Dort
werden keine Objektive benutzt. Das Licht wird durch
Atzen einer Schragung in die Silizium-Untermontie-
rung und Metallisieren um 90° zur Photodiode umge-
leitet. Eine 1,3 pm Wellenldnge wird benutzt. Acht
Kanale, die je mit 200 Mb/s arbeiten, ergeben einen
Durchsatz von 1 Gb/s.

[0019] Im POINT-Projekt (GE, Amp, Honeywell, Al-
lied Signal), Y.S. Liu et al., "Plastic VCSEL Array Pa-
ckaging and High Density Polymer Waveguides for
Board and Backplane Optical Interconnect," 1998
ECTC, S. 999-1005 wurde eine Kunststoff VC-
SEL-Matrixkompaktbaugruppe mit hochdichten Poly-
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mer-Wellenleitern fir optische Zusammenschaltung
fur Platine und Rickwandplatine vorgesehen. POINT
war ein Demonstrationsprojekt, um die Moglichkeit
eines preiswerten VCSEL mit Empfangermatrixkom-
paktbaugruppe zu zeigen. Dabei wurde ein GE-Pro-
zess benutzt, um die optisch aktiven Chips mit einem
Polymerfilm zu verbinden, auf dem die Leiterbahnen
vorher definiert wurden. Als nachstes wurde eine Ep-
oxid-Einkapselmasse eingefihrt, um der Struktur
eine gute mechanische Stabilitdt zu geben. Ein Poly-
merfilm wurde Uber die Chips gelegt. Dieser Polymer-
film wurde durch ein Prazisionslasermikrobearbei-
tungssystem bemustert, das bearbeitet wurde, um
passive Ausrichtmerkmale in den Film einzuarbeiten.
Diese Ausrichtmerkmale wurden verpolsicher auf Be-
zugsmarken auf dem Chip ausgerichtet. Die Aus-
richtmerkmale wurden benutzt zum passiven Aus-
richten der Polymerwellenleiter auf die optisch akti-
ven Chips. Das System erlaubte jeweils 10 Kanale fur
die Senderseite und die Empfangerseite der Kom-
paktbaugruppe. Die Module wurden anscheinend
nicht voll funktionsgetestet.

[0020] Eine weitere Kompaktbaugruppe wurde ent-
wickelt von OETC (Lucent, IBM, Honeywell, Univ.
Minnesota, Univ. lllinois), Y.M. Wong et al., "Optoe-
lectronic Technology Consortium Parallel Optical
Data Link: Components, System Applications, and
Simulation Tools," 1996, S. 269-278.

[0021] Noch eine andere Kompaktbaugruppe (Hew-
lett Packard Laboratories and Univ. of North Carolina)
wurde von P. Rosenberg et al. in einem Artikel be-
schrieben, betitelt "The PONI-1 Parallel-Optical
Link", 1999 Electronic Components and Technology
Conference, IEEE, S. 763-769. Die PONI-Vorrichtun-
gen trennten die Empfanger- und Senderfunktionen
und offenbarten weder eine Sender/Empfanger-Vor-
richtung, noch eine Faraday-Schranke, die die dichte
Nahe der Sende- und Empfangsfunktionen ermdg-
licht. Kein Mittel wurde offenbart, das es ermdglichen
wirde, dass die Kontaktstifte vorausgerichtet wer-
den, bevor der letztliche genaue Eingriff erfolgt. Die
PONI-Vorrichtung erméglichte einen Kontaktstiftein-
griff eines MT-Verbinders direkt in einen Metall-Kihl-
korper/Trager. Der PONI Ausrichtplan war "passiv"
weil elektrisch aktive optoelektronische Komponen-
ten nicht aktiviert wurden, um zum Ausrichtprozess
beizutragen. Ein Elektronikchip wurde dicht bei der
optoelektronischen Vorrichtung montiert, beide Chips
waren senkrecht zur Platine ausgerichtet, auf der die
PONI-Kompaktbaugruppe montiert war, dabei wurde
das Hoéhenprofil der allgemeinen Kompaktbaugruppe
signifikant erhdht. Weil die Chips ganz nahe beiein-
ander angeordnet waren, wurde der Warmeabzug
vom empfindlichen optoelektronischen Teil proble-
matisch, weil auch die starker warmetoleranten elek-
tronischen Vorrichtungen den Warmeabzug brauch-
ten. Das heif3t, das Abziehen der Warme von der ver-
haltnismaRig warmetoleranten Vorrichtung muss

ohne Beschadigung des empfindlicheren optoelekt-
ronischen Teils erzielt werden.

[0022] Einige der Unterschiede der vorliegenden
Erfindung gegentber dem obengenannten Stand der
Technik sind wie folgt:

Die Kompaktbaugruppe der vorliegenden Erfindung
benutzt keine als Wellenleiter dienenden Polymer-
schichten irgendwo in ihrem Aufbau. Die Anwendung
von optisch durchsichtigen Medien, die den Abstand
vom optoelektronischen Chip zum optischen Koppler
Uberspannen, ist vorweggenommen, es handelt sich
aber um keine lichtleitende Struktur.

[0023] Die Erfindung benutzt eine Matrix von Fa-
ser-Stichleitungen (Stubs) zum Ausbilden des Opto-
kopplers.

[0024] Die Erfindung benutzt keine Silizium-
bank-(Silizium V-Nut)-Technologie in ihren Modulen,
abgesehen vielleicht beim Aufbau der Optokoppler-
teile des Moduls. Siliziumbanktechnik kann benutzt
werden bei der Herstellung des Faserhilsenab-
schnitts des Verbinders, der benutzt wird zum Ab-
schluss der Faseranordnung im Kabel.

[0025] Die Erfindung benutzt keine selbstausrich-
tende Lotperlenbefestigungstechnik innerhalb des
Moduls.

[0026] Die Erfindung ist ein Sender/Empfanger-Mo-
dul, das einen oberflachenabstrahlenden statt einen
kantenabstrahlenden Laser benutzt, und es benutzt
keine Mikrolinsen.

[0027] Die Erfindung benutzt keine Systemtrager
(lead frame).

[0028] Die bevorzugte Fertigungslésung benutzt ak-
tive Ausrichtung.

[0029] In US-Patent Nr. 5,420,954, erteilt an Swir-
hun et al. am 30. Mai 1995 fiir PARALLEL OPTICAL
INTERCONNECT wird ein optischer Verbinder ge-
zeigt, der mehrere Optikfasern an eine Matrix optoe-
lektronischer Vorrichtungen koppelt. Das Patent be-
schreibt eine parallele Verbindung zwischen dem
Chip und dem Faserkabel. Die Verbindung dieser Tei-
le ist sehr eng, aber es ist unerwiinscht, einen aus-
baubaren Teil so nahe an empfindlichen elektroni-
schen Teilen zu haben.

[0030] Im US-Patent Nr. 5,818,994, erteilt an Heh-
mann am 6. Oktober 1998 fir DEVICE FOR THE UN-
ADJUSTED COUPLING OF A NUMBER OF OPTI-
CAL WAVEGUIDES TO A LASER ARRAY, wird eine
Kopplung von Optikfasern an eine Lasermatrix ge-
zeigt. Das Patent lehrt einen nicht-ausbaubaren An-
schluss zwischen der Optoelektronik und der Faser-
optikmatrix.
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[0031] Im US-Patent Nr. 5,832,150, erteilt am 3. No-
vember 1998 an Flint, fir SIDE INJECTION FIBER
OPTIC COUPLER, wird ein Koppler gezeigt, der ei-
nen asymmetrischen Strahl einer Laserdiode an ein
Faseroptikkabel koppelt. Die Vorrichtung zeigt eine
reflektierende Stirnflache zum Reflektieren der La-
serstrahlung. Die Eingangsfacette ist in etwa parallel
zur Mittelachse der Matrix.

[0032] In US-Patent Nr. 5,631,988, erteilt am 20.
Mai 1997 an Swirhun et al. fiir PARALLEL OPTICAL
INTERCONNECT wird ein optischer Verbinder ge-
zeigt, der mehrere Optikfasern an eine Anordnung
optoelektronischer Vorrichtungen mit einer parallelen
Ausrichtung koppelt.

[0033] In US-Patent Nr. 5,121,457, erteilt an Foley
et al. am 9. Juni 1992 fir METHOD FOR COUPLING
LASER ARRAY TO OPTICAL FIBER ARRAY wird ein
Verfahren offenbart, das V-Nute zum Ausrichten indi-
vidueller Fasern in praziser Anordnung zu ihren licht-
ausstrahlenden Vorrichtungen zeigt. Die Fasern wei-
sen polierte Stirnflachenfacetten in 45° auf, die recht-
winklig zu einer passend konfigurierten Oberflache
befestigt sind.

[0034] In US-Patent Nr. 5,454,814, erteilt am 12.
November 1996 an Noddings et al. fir PARALLEL
OPTICAL TRANSCEIVER LINK, wird ein optisches
Verbindungsmodul gezeigt, das genau in einen Op-
tikfaserverbinder mit paralleler Ausrichtung passt.
Die Verbindung weist ein Saphirfenster mit metalli-
schen Merkmalen zum Leiten elektronischer Signale
an ein VCSEL auf.

[0035] In US-Patent Nr. 5,781,682, erteilt an Cohen
et al. am 14. Juli 1998 fir LOW COST PACKAGING
FOR PARALLEL OPTICAL COMPUTER LINK, wird
ein Kopplungsgerat gezeigt zum Koppeln eines Ver-
binders eines parallelen Optikkabels an eine Emp-
fanger- oder Senderanordnung.

[0036] In US-Patent Nr. 5,774,614, erteilt am 30.
Juni 1998 an Gilliland et al. fir OPTOELECTRONIC
COUPLING AND METHOD OF MAKING SAME wird
eine Kopplung gezeigt, die eine optoelektronische
Vorrichtung vorsieht, die an ein flexibles Substrat be-
festigt und damit ausgerichtet werden soll, dessen
Stirnflache an einen optischen Wellenleiter montiert
ist, ahnlich dem, der fiir die vorliegende Erfindung ge-
zeigt wird.

[0037] Der flexible Wellenleiter sieht die Fahigkeit
vor, die Verbindung zu orientieren. Die vorliegende
Erfindung weicht von diesem Patent durch Einbau ei-
ner Zugentlastungsverriegelung, HF-Isolierung, Re-
duktion des elektrischen Ubersprechens, einer Kiihl-
korper und Herstellung mit einem Zwei-Stu-
fen-Schutzformteil ab.

[0038] In US-Patent Nr. 5,432,630, erteilt am 11. Juli
1995 an Lebby et al. fir OPTICAL BUS WITH OPTI-
CAL TRANSCEIVER MODULES AND METHOD OF
MANUFACTURE wird ein Sender/Empfangermodul
gezeigt, das sowohl Halbleitervorrichtungen als auch
optoelektronische Vorrichtungen sowie Kopplungs-
merkmale zum Befestigen eines Parallelkabels bein-
haltet. Der Optokoppler ist eine Matrix aus geformten
Wellenleitern, kein Optokoppler, der aus einer Faser-
matrix besteht. Kein umspritztes Formteil wird be-
nutzt, und auch keine Details sind vorgesehen, wie
Zugentlastung oder eine Vor-Ausrichtfunktion erzielt
wird. Kein ruckseitiger elektrischer Kontakt zu den
lichtgenerierenden oder lichtaufnehmenden Vorrich-
tungen wird erreicht. Keine Mittel sind vorgesehen,
durch die Warme von den verschiedenen warmege-
nerierenden Elementen abgezogen wird. Das ware
bedeutsam, besonders bei hohen Betriebsgeschwin-
digkeiten. Keine flexible Schaltung zum Fuhren des
Stroms von der oberen Oberflache des Laminats zu
den optoelektronischen Chips ist offenbart.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0039] GemaR der vorliegende Erfindung wird eine
Kompaktbaugruppe in einem Baustein zum Koppeln
eines Mehrkanal-Faseroptikkabels an einen oberfla-
chenabstrahlenden  Mehrkanal-Sende-Laser  mit
senkrechtem Einbauraum (VCSEL - Vertical Cavity
Surface Emitting Laser) und zum Koppeln eines
zweiten Mehrkanal-Faseroptikkabels an einen senk-
recht ausgerichteten integrierten Mehrka-
nal-Chip-Empfanger (PAID — Perpendicularly Aligned
Integrated Die) zur Verfiigung gestellt. Die aktive
Oberflache sowohl der Empfanger- als auch der Sen-
der-Chip (Optoelektronik) sind senkrecht zur Ebene
der Laminat-Kompaktbaugruppe ausgerichtet. Die
Kompaktbaugruppe kann direkt an eine Endanwen-
derplatine angel6tet werden und ihr Kabel kann direkt
durch die Endhalterung gesteckt werden. Mit ande-
ren Worten, das Kabel kann von der Platine in Rich-
tung parallel zur Platinenebene herausgefihrt wer-
den.

[0040] Der Kompaktbaugruppenartikel enthalt eine
Laminat-Tafel oder Platine (nachstehend einfach als
Laminat bezeichnet), auf der Verstarker-Chips, vor-
zugsweise durch Drahtbondverbindung oder ein
sonstiges im Fachgebiet bekanntes Befestigungsmit-
tel befestigt, getragen werden. Das Laminatstiick
tragt einen umspritzten Formteilrahmen, der optional
eine Faradayschrankenabschirmung fir HF-Isolie-
rungszwecke aufnimmt. Der umspritzte Formteilrah-
men tragt eine optische Teilbaugruppe, die einen Op-
tikverbinder aufnimmt, der an einem Ende des Paral-
lelfaseroptikkabels befestigt ist. Eine Halterung
schlief3t im wesentlichen einen Optokoppler ein. An-
geschlossen an den Optokoppler ist ein Kihlkérper-
trager, der seinerseits einen optoelektronische Chip
tragt. Eine Funktion des Kuhlkorpertragers ist das
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Abziehen von Warme aus dem optoelektronischen
Chip. Die in den Kuhlkérpertrager abgefiihrte Warme
kann an die Umgebungsluft abgegeben werden. Op-
tional kann die Warme auch durch eine warmeleiten-
de Verbindung zu einer Kompaktbaugruppenabde-
ckung abgefluhrt werden, wo sie dann an die Luft ab-
gegeben wird.

[0041] Elektrisch angeschlossen an den optoelekt-
ronischen Chip ist eine flexible Schaltung. Die flexible
Schaltung selbst kann elektrisch am Kuhlkérpertra-
ger angeschlossen sein. Die flexible Schaltung wird
mechanisch vom Kiihlkérpertrager getragen durch
Benutzen eines Klebers. Ein Zweck der flexiblen
Schaltung ist, die elektrischen Signale von den Kon-
taktflachen auf der Oberflache des Laminatstiicks zu
den Kontaktflachen auf dem optoelektronischen Chip
umzuleiten, die im wesentlichen senkrecht zur Ebene
des Laminatstlcks steht.

[0042] Optoelektronische Elemente auf dem optoe-
lektronischen Chip sind nach dem optischen Koppler
und den Stirnflachen der optischen Fasern in den
Verbindern ausgerichtet, so dass optische Signale
von den optoelektronischen Elementen auf die opti-
schen Fasern ibergehen. Der Raum zwischen dem
optoelektronischen Chip und den in der Nahe liegen-
den Stirnflachen des optoelektronischen Kopplers ist
optional mit einem im wesentlichen transparenten
Material geflllt. Dieses transparente Material dient
auch als schwache mechanische Verbindung zwi-
schen diesen zwei Elementen. Es wird somit verhin-
dert, dass Stol3krafte auf den optischen Koppler den
optoelektronischen Chip unglnstig beeinflussen.
Das durchsichtige Material tragt auch zum Schutz
des optoelektronischen Chip gegen Kontamination
aus der Umgebung bei.

[0043] Eine Optokoppler-Teilbaugruppe besteht aus
dem optischen Koppler, dem Kuhlkdrpertrager, dem
optoelektronischen Chip und der flexiblen Schaltung.
Der Optokoppler ist am Kihlkdrpertrager auf dessen
distalem Ende befestigt. Der optische Verbinder, der
an einem Ende eines parallelen Faseroptikkabels be-
festigt ist, wird teilweise in einer Steckbuchse in der
Halterung aufgenommen und wird von einem Kilin-
kenmechanismus gegen das andere distale Ende
des Optokopplers gehalten. Der Optokoppler enthalt
eine Matrix von Faseroptiken, die im wesentlichen in-
nerhalb eines Schutzgehduses montiert sind. Die
Stirnflachen des Schutzgehduses und der optischen
Fasern sind so prapariert, dass die Stirnflachen der
Faseroptiken eine optische Oberflachengite aufwei-
sen.

[0044] Die optische Teilbaugruppe besteht aus der
Optokoppler-Teilbaugruppe, die an der Halterung be-
festigt ist. Im einzelnen passt der Optokopplerteil der
Optokoppler-Teilbaugruppe in eine Aufnehmerboh-
rung in der Halterung. Die Halterung hat mechani-

sche Merkmale, die dazu dienen, dass sie nach ahn-
lichen komplmentédren Merkmalen im umspritzten
Formteilrahmen ausgerichtet wird. In einer bevorzug-
ten Ausfiihrungsform sind die Halterung und die Op-
tokoppler-Teilbaugruppe durch Zusammenkleben be-
festigt.

[0045] Die Kompaktbaugruppenartikel kann ein
Sender/Empfanger auf einem Einzellaminatstiick
zum Empfangen und Senden sein.

Aufgabenstellung
Aufgaben der Erfindung

[0046] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
das Vorsehen einer verbesserten Kopplungsbau-
gruppe zwischen einem waagerecht ausgerichteten
Faseroptikkabel und einem senkrecht ausgerichteten
optoelektronischen Chip.

[0047] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist das
Vorsehen eines Verfahrens zum Empfangen von Sig-
nalen von einer Hauptrechnerkarte und Generieren
entsprechender Hochstromsignale zum Ubertragen
auf einen optoelektronischen Chip; und zum Aufneh-
men von Niederstromsignalen, die vom optoelektro-
nischen Chip generiert werden, und Verstarken und
Digitalisieren der erhaltenen Signale auf Pegel, die
zur Ubertragung auf die Hauptrechnerkarte geeignet
sind.

[0048] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist das
Vorsehen eines Sender/Empfangers, der einen senk-
recht angeordneten Chip aufweist und der ein hori-
zontal ausgerichtetes Faseroptikkabel aufnimmt, in
dem die durch den optischen Verbinder auf extern zu-
gangige Teile des Kompaktbaugruppenartikels auf-
gebrachten Krafte im wesentlichen mechanisch ge-
gen den optoelektronischen Chip isoliert sind.

Ausfihrungsbeispiel
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0049] Ein vollstandiges Verstandnis der vorliegen-
den Erfindung kann erreicht werden anhand der be-
gleitenden Zeichnungen, die zusammen mit der
nachstehend detaillierten Beschreibung in Betracht
gezogen werden; in denen

[0050] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ei-
nen Chip tragenden Laminatstuicks zeigt, die Teil des
Kompaktbaugruppenartikels der vorliegenden Erfin-
dung bildet;

[0051] Eia. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes umspritzten Formteilrahmens, der tUber das La-
minatstick geman Fig. 1 gelegt wird;
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[0052] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht von
zwei Kuhlkorpertrager, die optoelektronische Chips
tragen (z.B. einen Sender, vorzugsweise ein VCSEL,
oder einen optischen Empfanger) und flexible Schal-
tungen, und die im umspritzten Formteilrahmen ge-
mal Fig. 2 enthalten sind;

[0053] Fig. 4 illustriert in perspektivischer Ansicht
einige der Komponenten des Sender/Empfangers,
wie sie relativ zueinander positioniert werden. Eine
Seite des Sender/Empfangers zeigt den Kiihlkérper-
trager mit der flexiblen Schaltung, die unter ihm vor-
steht, wobei der Optokoppler zur gréReren Klarheit
nicht gezeigt wird. Die zweite Seite des Sender/Emp-
fangers zeigt den Trager, der am Optokoppler befes-
tigt ist. Die andere Seite des Sender/Empfangers
zeigt den Kuhlkérpertrager mit der flexiblen Schal-
tung, die unter ihm vorsteht und mit einem Ende der
flexiblen Schaltung ganz nahe an einer Kante des op-
toelektronischen Chips, wobei die Bindungen zwi-
schen dem optoelektronischen Chip und der flexiblen
Schaltung nicht gezeigt werden;

[0054] Fig. 5 zeigt in perspektivischer Ansicht das
parallelfaseroptische Kabel mit daran befestigten op-
tischen Verbindern, dargestellt beim Annahern an die
Aufnahmebohrungen der Halterungen. Befestigt an
einem distalen Ende eines der zwei Elemente des
Senders/Empfangers ist einer von zwei Optokopp-
lern;

[0055] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Auswahl von Teilen des Kompaktbaugruppenarti-
kels, gesetzt in ihre richtige Position zusammen mit
den optischen Verbindern und dem parallel-faserop-
tischen Kabel der Fig.5. Die gezeigten Teile des
Senders/Empfangers sind zwei Kihlkorpertrager, ein
optoelektronischer Chip, eine flexible Schaltung, das
Laminatstlick, der umspritzte Formteilrahmen, eine
Halterung und die Faradayschrankenabschirmung.
Ebenfalls im umspritzten Formteilrahmen gezeigt
sind Merkmale zum Aufnehmen der Halterung in der
richtigen Ausrichtung.

[0056] Fig.7 illustriert in Draufsicht die flexible
Schaltung wie in Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt. Die
dargestellte flexible Schaltung hat angefligt ein Aus-
steifungsglied und beinhaltet als Teil der flexiblen
Schaltung ein Kontaktflachen-Verdrahtungsraster,
das vor dem Einbau in den Sender/Empfanger ent-
fernt wird; und

[0057] Fig. 8 zeigt in Querschnittsansicht die Ge-
samtfertigung des Kompaktbaugruppenartikels der
vorliegenden Erfindung.

[0058] Zweck Klarheit und Kiirze werden in allen Fi-
guren ahnliche Elemente und Komponenten der er-
findungsgemaRen optischen Baugruppe jeweils mit
gleicher Bezeichnung und Kennziffer gekennzeich-

net.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH-
RUNGSFORM

[0059] Allgemein gesagt, die Erfindung offenbart
eine Kompaktbaugruppe zum Koppeln eines ausbau-
baren Mehrkanal-Parallelfaseroptikkabels an einen
entsprechenden Mehrkanal-Laser-Abstrahlfla-
che-mit-Senkrechtem-Einbauraum-(VCSEL - Verti-
cal Cavity Surface Emitting Laser)-Sender und zum
Koppeln eines ausbaubaren Mehrkanal-Parallelfa-
seroptikkabels an einen Senkrecht-Ausgerichte-
ten-Integrierten-Mehrkanal-Chip-(PAID — Perpendi-
cularly Aligned Integrated Die)-Empfanger.

[0060] Die Orientierung der Fasern des parallelen
Faseroptikkabels ist parallel zur Host-Karte, an der
der Kompaktbaugruppenartikel befestigt ist. Hier
muss darauf hingewiesen werden, dass optoelektro-
nische Vorrichtungen auch in Matrizen oder anderen
vorgegebenen Mustern konfiguriert werden kénnen.

[0061] Der Sender/Empfanger lasst eine Reduktion
der Héhe der Kompaktbaugruppenartikel durch Aus-
richten der Ebene des optoelekironischen Chips
senkrecht zur Ebene des Laminatstiicks zu. Die ver-
tikal ausgerichteten Sender/Empfanger-optoelektro-
nischen Chips sind an dem horizontal ausgerichteten
Laminatstlck Uber die flexible Schaltung befestigt.

[0062] Nehmen wir jetzt Bezug auf Fig. 1; ein Lami-
natstick 10 tragt drahtgebondete Chips 12. Die
drahtgebondeten Chips 12 liegen parallel zur Ebene
der Laminatstiickoberflache. Einer der zwei optoelek-
tronischen Chips 18 in Fig. 3 ist an einem Kihlkor-
pertrager 26 befestigt und steht senkrecht zu den
drahtgebondeten Chips 12. Die Ebene des Laminat-
stlcks 10 steht im wesentlichen senkrecht auf den
senkrecht angeordneten optoelektronischen Chips
18 (d.i. waagrecht).

[0063] Die Gesamtstruktur hat den Vorteil, dass der
Sender/Empfanger 50 (Fig.8) ein niedriges Profil
hat. Elektronische Kontaktflachen oder Lotkugeln,
nicht dargestellt, sind auf der Unterseite des Laminat-
sticks 10 angeordnet und kénnen direkt an die
Host-Karte (nicht dargestellt) angel6tet sein zwecks
Weiterleiten elektronischer Signale von der Host-Kar-
te zu den elektronischen Komponenten im Sen-
der/Empfanger, wahrend Faseroptikkabel 20 direkt
durch die Endhalterung eingesteckt sein kdnnen. Mit
anderen Worten, die Kabel 20 (Fig. 5) treten aus der
ganzen Sender/Empfanger-Baugruppe 50 parallel
zur horizontalen Ebene des Laminatstlicks aus.

[0064] Ein umspritzter Formteilrahmen 22, der in
Fig. 2 in perspektivischer Ansicht dargestellt wird,
ruht auf, und ist befestigt an, der oberen Oberflache
des Laminatstiicks 10. Der umspritzte Formteilrah-
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men 22 kann eine Faradayschrankenabschirmung
24, eine halbe elektrische Isolierung des Sendeab-
schnitts, und die andere halbe elektrische Isolierung
des Empfangsabschnitts des Senders/Empfangers
50 unterbringen. Die elektrische Isolierung dient so-
wohl zur Reduktion kapazitiv und induktiv gekoppel-
ter elektrischer Hochfrequenzsignale und zur Reduk-
tion des Betrags der elektromagnetischen Leistung,
die von der Sender/Empfanger-Baugruppe 50 ab-
strahlt.

[0065] Der umspritzte Formteilrahmen 22 tragt und
umfasst einen Kihlkérpertrager 26, der in den Fig. 3
und Fig. 4 gezeigt wird, mit einem optoelektroni-
schen Anschluss-Chip 18. Das parallele Faseroptik-
kabel 20 (Fig. 5) unterteilt sich in zwei Teile, 20a und
20b, und endet in einem parallelen Faseroptikverbin-
der 36. Der Verbinder 36 wird in eine Halterung 38
eingeschoben und richtet dabei grob die Sende- und
Empfangsseite des Parallelfaseroptikverbinders 36
mit ihren entsprechenden Halterungssteckbuchsen
aus. Sobald jede der zwei Seiten 36a und 36b des
Parallelfaseroptikverbinders 36 partiell in eine Boh-
rung 38a und 38b der Halterung 38 entsprechend
eingeschoben ist, werden die diinnen Ausrichtstifte,
nicht dargestellt, in Eingriff gebracht. Nach dem vol-
len Einschieben werden die Stirnflichen jeder der
beiden Seiten 36a und 36b des Parallel-Faseroptik-
verbinders 36 in Position gehalten, so dass Licht zwi-
schen den entsprechenden Elementen der einzelnen
optoelektronischen Vorrichtungen und den Faser-
stirnflachen ihrer entsprechenden optischen Fasern
im Parallelfaseroptikkabel 20 tUbertreten kann. Befes-
tigt an dem optoelektronischen Chip 18 und optional
befestigt am Kihlkérpertrager 26 ist eine flexible
Schaltung 28.

[0066] Als eine Funktion sieht die flexible Schaltung
28 ein erstes Befestigungsende vor, das auf eine
passende Verbindung von Kontaktflachen auf dem
Laminatstick 10 mit der Verdrahtung auf der flexiblen
Schaltung 28 ausgerichtet ist. Das erfordert, dass ein
erstes Ende der flexiblen Schaltung 28 im wesentli-
chen parallel zum Laminatstick 10 liegt. Individuelle
Verdrahtungskanale oder Leiterbahnen auf der fle-
xiblen Schaltung 28 sind im wesentlichen nach be-
nachbarten entsprechenden Endkontaktflachen aus-
gerichtet, die entlang einer Endkontaktflachenmatrix
14 auf der Oberflache des Laminatstliicks 10 beab-
standet eingerichtet sind.

[0067] Eine zweite Funktion der flexiblen Schaltung
218 soll eine zweite Befestigung vorsehen, die zur
geeigneten Verbindung von Kontaktflichen auf dem
optoelektronischen Chip 18 ausgerichtet ist. Das
setzt voraus, dass ein zweites Ende der flexiblen
Schaltung 28 in wesentlichen parallel zum optoelekt-
ronischen Chip 18 liegen muss, wobei die einzelnen
Verdrahtungskanale (Leiterbahnen) auf der flexiblen
Schaltung 28 auch im wesentlichen nach in der Nahe

liegenden entsprechenden Kontaktflachen (nicht dar-
gestellt) auf dem optoelektronischen Chip 18 ausge-
richtet sind. Die Kontaktflachen auf dem optoelektro-
nischen Chip 18 sind elektrisch mit den Verdrah-
tungskanalen auf der flexiblen Schaltung 28 verbun-
den, die mechanisch oder sonstwie an dem Kuhlkor-
pertrager 26 befestigt sind. Optional kénnen elektri-
sche Anschlisse vom Kihlkdrpertrager 26 zu den
Verdrahtungskanalen auf der flexiblen Schaltung 28
gemacht sein.

[0068] Zwischen ihren zwei Enden ist die flexible
Schaltung 28 um etwa 90° gebogen, da der optoelek-
tronische Chip 18 senkrecht zur Laminatstiick 10
ausgerichtet ist. Somit nahert sich wahrend und nach
dem Anschluss der parallele Faseroptikverbinder 36
(Fig. 8) der Faseroptik-Kopplungsbaugruppe 30, ge-
zeigt in Fig. 6 und Fig. 8, parallel zur Host-Karte
(nicht dargestellt), an der das Laminatstick 10 der
Faseroptikkopplungsbaugruppe 30 befestigt ist.

[0069] Nehmen wir jetzt Bezug auf Fig. 8; die Fa-
seroptik-Kopplungsbaugruppe 30 besteht aus einem
Optokoppler 32, einem Kuhlkdrpertrager 26, einer
flexiblen Schaltung 28 und einem optoelektronischen
Chip 18. Die Kabelendung 34 wird in die Faserop-
tik-Kopplungsbaugruppe gesteckt. Der Optokoppler
32 ist an dem Kuhlkorpertrager 26 befestigt. Am
Kahlkorpertrager 26 ist ein optoelektronischer Chip
18 befestigt. Die Befestigung wird bewirkt durch ei-
nen thermisch und elektrisch leitenden Kleber, nicht
gezeigt. Die Halterung 38 halt den Optokoppler 32.
Ein distales Ende jedes Optokopplers 32 liegt einem
entsprechenden optoelektronischen Chip 18 gegenu-
ber; das andere distale Ende jedes Optokopplers 32
liegt den optischen Stirnflachen der entsprechenden
Verbinder 36a und 36b gegentiber. Der Optokoppler
32 ist im wesentlichen in der Halterung 38 (Eig. 5)
eingeschlossen, so dass ein Ende des Optokopplers
32 aus einem Ende der Halterung 38 vorsteht, wah-
rend das andere Ende des Optokopplers 32 inner-
halb des Bereichs enthalten ist, der von der Halte-
rung 38 eingeschlossen ist. Jeder der zwei Teile der
Halterung 38 nimmt auch einen entsprechenden Fa-
seroptikverbinder 36 auf. Die Stirnflache jeder der pa-
rallelen Faseroptikverbinder 36 ist innerhalb seiner
entsprechenden Halterung 38 relativ zur Stirnflache
des Optokopplers 32, der auch in der Halterung 38
gesichert ist, genau positioniert.

[0070] Jeder Teil des parallelen Faseroptikverbin-
ders 36 besteht aus einer Optik-Druckhulse mit Aus-
richtungsmerkmalen zur genauen Ausrichtung mit
dem Optokoppler. Das Schutzgehduse 36" enthalt
Verbinder 36a und 36b, die auf die entsprechende
Steckbuchse 38a und 38b der Halterung 38 grob
ausgerichtet sind und den Verbinder 36 teilweise in-
nerhalb seiner Halterung 38 festhalten. Die Mittel,
durch die der Verbinder 36 in der Halterung 38 gehal-
ten wird, ist ein Verriegelungsmechanismus (z.B.
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RJ), bestehend aus Einschnapp-Vorrichtung, die in
das entsprechende Schutzgehause 36' und in die
Halterung eingeformt ist.

[0071] Die Halterungen und die befestigte Kopp-
ler-Teilbaugruppe 30 sind in dem umspritzten Form-
teilrahmen 22 gehaltert, wie in den Fig. 6 und Fig. 8
gezeigt wird.

[0072] Nehmen wir wieder auf Fig. 1 Bezug; das La-
minat 10 umfasst Erdungskontaktflachen 16 und An-
schlussflachen 14. Erdanschlusskontaktflachen kon-
nen zum elektrischen Ankoppeln an den Kuhlkérper-
trager benutzt werden. Sie kdbnnen auch benutzt wer-
den zum elektrischen Ankoppeln an die Faraday-
schrankenabschirmung. Anschlussflachen 14 wer-
den benutzt zum elektrischen Ankoppeln an die Lei-
terbahnen auf der flexiblen Schaltung 28 (Fig. 4).

[0073] Nehmen wir jetzt Bezug auf Fig. 3; die opto-
elektronischen Chips 18 (GaAs zum Beispiel) werden
auf den Kuhlkoérpertrager 26 gesetzt. Der Optokopp-
ler 32 ist mit Festspannvorrichtungen auf dem Kiihl-
korpertrager 26 befestigt, so dass die optisch aktiven
Bereiche des Optokopplers 32, namlich die individu-
ellen Faserstirnflachen, mit den optisch aktiven Be-
reichen des optoelektronischen Chips 18 genau aus-
gerichtet sind. Das Muster der aktiven Bereiche wird
hier fur die Zwecke der Beschreibung linear darge-
stellt, dabei muss darauf hingewiesen werden, dass
auch jede andere Konfiguration oder jedes sonstiges
vorgegebene Muster eingebaut werden kann. Diese
aktiven Bereiche sind senderseitig individuelle VC-
SEL und empfangerseitig individuelle PAID-Photode-
tektoren.

[0074] Als Hilfe beim Zusammenbau und Ausrich-
ten des Tragers 32 und des Kiihlkérpertragers 26
sind Tragerlocher 41 vorgesehen, die Kontaktstifte
40 vom Koppler 32 aufnehmen; in Eig. 3 nicht darge-
stellt.

[0075] Die Warmeabfuhr von den optoelektroni-
schen Chips 18 wird durch den Kihlkérpertrager 26
ermdglicht, der einen Warmeabfuhrpfad mit gerin-
gem Warmeleitwiderstand fir den Warmefluss von
den optoelektronischen Chips 18 zur Kompaktbau-
gruppenabdeckung 25 (Fig. 8) vorsieht, die zur War-
meabfuhr vom Kompaktbaugruppenartikel beitragt.
Der Kihlkorpertrager 26 kann aus Zinkdruckguss
oder aus geformtem Aluminium, Magnesium oder
Kupfer hergestellt sein. Das Grundmetall des Kiihl-
korpertragers 26 kann mit verschiedenen Metallen
beschichtet oder behandelt sein wie Zink oder Nickel,
und kann eine Endplattierung aus Gold aufweisen.
Das Gold kann selektiv aufgetragen sein zur Verstar-
kung der Befestigung der Kanalverdrahtung der fle-
xiblen Schaltung 18. Eine Befestigungsmethode ist
eine Einpunkt-TAB-Verbindung (Tape Automatic
Bond). Der Kihlkdrpertrager 26 kann mit Hilfe einer

Vielzahl von bekannten Techniken wie Formen, Stan-
zen, Pragen und Pressen gebaut sein.

[0076] Die optische Teilbaugruppe ist auf dem um-
spritzten Formteilrahmen 22 unter Verwendung von
Ausrichtstrukturen positioniert, die sowohl in die Hal-
terung 38 als auch in den umspritzten Formteilrah-
men 22 eingeformt sind. Die flexible Schaltung 28,
die sich von der optischen Teilbaugruppe aus er-
streckt, wird gebogen, um der Form des gekrimmten
unteren Teils des Kiihlkérpertragers 26 zu folgen, und
richtet damit den Weg der flexiblen Schaltung 28 neu
aus, so dass ihr Ende im wesentlichen parallel zu und
in Kontakt mit der Oberflache des Laminatstiicks 10
liegt.

[0077] Am distalen, freiliegenden Ende der flexiblen
Schaltung 28 wird ein elektrischer Anschluss zu den
Endkontaktflachen 14 auf der Oberflache des Lami-
natsticks 10 hergestellt. Dieser elektrische An-
schluss kann drahtgebondet, automatisch bandver-
bunden (TAB) oder mit anderen Mitteln verbunden
sein, die in der Industrie allgemein verwendet wer-
den. Der Kuhlkdrpertrager 26 kann mit Hilfe eines
elektrisch leitenden Klebers auch mit Erdungskon-
taktflachen 16 verbunden sein, die auf der Oberfla-
che des Laminatstlicks 10 angeordnet sind.

[0078] Alternativ oder zusatzlich kann eine Fara-
dayschrankenabschirmung 24 (Eig.2) an die Er-
dungskontaktflachen 16 befestigt sein. Die Faraday-
schrankenabschirmung 24 kann auch im physikali-
schen und elektrischen Kontakt zwischen Kompakt-
baugruppenabdeckungen 25 (Fig.6) angeordnet
sein. Die Abdeckung 25 kann auch als Kuhlkérper fir
die Warme dienen, die vom optoelektronischen Chip
18 Uber den Kuhlkorpertrager 26 ibertragen wurde.
Die verschiedenen Verbindungen zu den Erdungs-
kontaktflachen 16 kdnnen bewirkt werden durch Ver-
wendung eines leitenden Epoxidharzes, ein Material,
das sich den elektrisch leitenden und nichtleitenden
Teilen der verschiedenen Oberflachen anpasst und
dabei die Notwendigkeit des Ausbildens dieser Kom-
ponenten mit hohen Dimensions- und Positionstole-
ranzen reduziert.

[0079] Ein Warmeweg, anders als der oben fir die
optoelektronischen Chips 12 beschriebene, ist vorge-
sehen von den drahtgebondeten Chips 12 durch das
BGA-Gehause-Laminatstiick 10 und durch die Lotku-
geln auf der Bodenflache derselben zur Host-Karte,
auf der die Kompaktbaugruppe montiert ist. Alternativ
dazu kann das Laminatstlick 10 ohne Létkugeln ge-
baut werden, jedoch mit einer Anordnung von Kon-
taktflachen zum Anschluss an einen aufnehmenden
Sockel (nicht gezeigt).

[0080] Eine Schicht der flexiblen Schaltung 28 ent-
halt eine Kupferschicht mit elektrischen Leiterbahnen
(z.B. 0,002 Zoll Leiterbahn und 0,002 Zoll Zwischen-
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raum) auf einem Polyimid-Trager, wobei Létmasken-
material selektiv einen Teil der Kupferschicht ab-
deckt. Die Kupferverdrahtung kann beschichtet sein
mit einem chemisch weniger stark reagierenden Ma-
terial wie Gold oder Zinn. Mehrfach-
schicht-Flex-Schaltungen kdénnen auch verwendet
werden mit  Leiterplatten-Verbindungslécheran-
schlissen und Gitterplatten zum Vorsehen hoherer
Dichte und Leistung.

[0081] Durch den Polyimid-Trager kdnnen Fenster
vorgesehen sein zum Ermdglichen des elektrischen
Anschlusses mit einigen Leitern der Kupferverdrah-
tung. Die flexible Schaltung 28 hat ein offenes Fens-
ter mit hangenden Leitern, die den Fensterbereich
Uberspannen. Einige hangende Leiter kdnnen elek-
trisch an den Metall-Kihlkorpertrager 26 gekoppelt
sein. Die Leiter der flexiblen Schaltung kénnen auch
freitragend im Fensterbereich ausgefiihrt sein
und/oder kénnen sich vom Ende der flexiblen Schal-
tung aus erstrecken. Diese freitragenden Leiter kon-
nen elektrisch an den Kihlkérpertrager 26 gekoppelt
sein. Aufgehangte und freitragende Leiter kdnnen
abwechselnd im Fensterbereich ausgebildet sein und
selektiv elektrisch an eine vorbereitete Stelle auf dem
Kuhlkorpertrager 26 gekoppelt sein. Das elektrische
Koppeln flexibler Schaltungsleiter mit dem Kuihlkor-
pertrager 26 kann erreicht werden durch Bonden un-
ter Bedingungen fiir Warme und Ultraschall durch die
Einpunkt-TAB-Verbindung, die in der Elektro-
nik-Kompaktbaugruppenindustrie wohlbekannt ist.

[0082] Die Ausrichtung des optischen Kopplers 32
zum Kiuhlkérpertrager 26 wird erreicht durch Ein-
schieben von kleinen Stiften 40 (Fig. 8), die Teil des
Optokopplers 32 sind, in Ubergrof3e Locher (nicht ge-
zeigt), die im Kuhlkérpertrager 26 ausgebildet sind.
Diese Anordnung sieht eine Grobausrichtung zwi-
schen den zwei Teilen 26, 32 vor. Der ringférmige
Spalt zwischen den Stiften 40 und ihren entsprechen-
den Léchern wird mit UV-aushartendem Kleber (Ep-
oxidharz) gefillt. Nach dem Aushéarten unter UV-Licht
halt das Epoxidharz den Optokoppler 32 in seiner
ausgerichteten Position.

[0083] Unmittelbar vor dem Beginnen des UV-Aus-
hartens werden die aktiven Teile des optoelektroni-
schen Chips 18 mit dem entsprechenden optisch ak-
tiven Teil des Optokopplers 32 genau ausgerichtet.
Dieser Ausrichtungsprozess wird erreicht durch An-
wenden eines Prozesses, der als aktive Ausrichtung
bekannt ist, in dem die optoelektronischen Chips 18
auf geeignete Weise eingeschaltet werden, entweder
fur den sendenden oder den empfangenden optoe-
lektronischen Chip 18 durch Legen der elektroni-
schen Signale auf die breiten zweidimensionalen
Kontaktflachenmatrix 29 an einem Ende der flexiblen
Schaltung 28 (Fig. 7). Optische Signale laufen durch
ein Optikkabel, (nicht gezeigt), das zeitweilig an das
Verbinder-Ende des optischen Kopplers 32 befestigt

ist, und Uberwachen optoelektronische Vorrichtun-
gen, nicht gezeigt, die mit dem andere Ende dieses
vorlaufig befestigten optischen Kabels verbunden
sind.

[0084] Die elektronischen Signale an und von der
Uberwachenden optoelektronischen Vorrichtung wer-
den wahrend des Ausrichtungsprozesses benutzt.
Zum Beispiel werden zum Ausrichten eines senden-
den optoelektronischen Chips 18 elektronische Sig-
nale an die grolRen Kontaktflachen der flexiblen
Schaltung 28 gelegt, wahrend der Optokoppler 32
von einer Positionierungsvorrichtung gegen den
Kuhlkorpertrager 26 gehalten wird. Die Optokopp-
ler-Kontaktstifte 40, die gegeniber den in Fig. 8 dar-
gestellten Stiften 40 angeordnet sind, werden in die
UbergroRen Tragerlécher 41 des Kuhlkorpertragers
26 eingefuhrt, wobei der UV-aushartbare Kieber in
den Spalt zwischen den Stiften und den Léchern 41
eingebracht wird. Der Durchmesser der Tragerlécher
41 ist grof3er als der Durchmesser der entsprechen-
den Stifte. Eines oder mehrere der optisch aktiven
Elemente der sendenden optoelektronischen Chip
18, das vorher auf dem Kuhlkérpertrager 26 montiert
war und im elektrischen Kontakt mit der Verdrahtung
der flexiblen Schaltung 28 kommt, wird damit akti-
viert. Licht dingt aus den optisch aktiven Elementen
des sendenden optoelektronischen Chips 18. Das
Licht individueller, optisch aktiver Elemente dringt in
die entsprechenden optisch aktiven Teile des Opto-
kopplers 32 ein. Das Licht lauft durch den Optokopp-
ler 32 und strahlt aus dem entfernten Ende desselben
an die entsprechenden optisch aktiven Teile. Dann
geht das Licht in das vorubergehende Parallelfaser-
optikkabel an entsprechenden optisch aktiven Teilen,
lauft durch das Kabel, und tritt auf die entsprechen-
den Photodetektoren aus, nicht dargestellt. Dement-
sprechend wird das Licht, das aus den einzelnen op-
tisch aktiven Elementen der sendenden optoelektro-
nischen Vorrichtung 18 ausstrahlt, in wesentlichen zu
einem entsprechenden Photodetektor Ubertragen.
Die Ausrichtungsaufgabe wird durch Bewegen der
relativen Position des Optokopplers 32 zum optoe-
lektronischen Chip 18 unter Verwendung der Positio-
niervorrichtung erfillt, so dass eine optimierte Licht-
menge gekoppelt wird, wie sie durch Messen des
Stroms, der in den zugeordneten Photodetektoren
generiert wird, bestimmt wird.

[0085] Silikon oder optisch durchsichtiges UV-aus-
hartbares Epoxidharz kann zwischen dem optoelekt-
ronischen Chip 18 und dem Optokoppler 32 angeord-
net sein, um eine Passivierung der Oberflachen der
optoelektronischen Chip 18 zu bewirken. Dieses Ma-
terial bewirkt auch einen optischen Weg, ohne Aus-
treten in die Luft. Das ist vorteilhaft, weil relativ grof3e
Verluste an optischer Leistung infolge der Fres-
nel-Reflexion an jedem Eintritt in, bzw. Austritt aus
der Luft auftreten.
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[0086] Unterteilte Leistungs- und Grundflachen,
nicht dargestellt, angeordnet im Laminatstiick 10
kénnen benutzt werden, um das Rauschen zu kon-
trollieren und das Ubersprechen zwischen den Sen-
der- und Empfangerteilen des optoelektronischen
Chips 18 zu reduzieren.

[0087] Eine geteilte Kiihlkérperabdeckung, nicht ge-
zeigt, kann benutzt werden, um die elektromagneti-
sche Interferenz (EMI) zu steuern. Die Kuhlkorperab-
deckung kann aus Ersparnisgriinden gestanzt wer-
den. Ihre Funktion ist, die Warmeabfuhr vorzuneh-
men. Die durch diese Kihlkdérperabdeckung verteilte
Warme wird im wesentlichen von dem optoelektroni-
schen Chip 18 generiert und durch Warmeleitung auf
den Kihlkérpertrager 26 und auf die Kompaktbau-
gruppenabdeckung 25 Ubertragen, wobei jeder Spalt
zwischen dem Kuhlkérpertrager 26 und der Kom-
paktbaugruppenabdeckung 25 optional mit einer
warmeleitenden Verbindung gefillt wird, die im Fach-
bereich wohlbekannt ist.

[0088] Die vorliegende Erfindung wurde im allge-
meinen im Hinblick auf Sendeoperationen beschrie-
ben, hier muss darauf hingewiesen werden, dass
sich die erfindungsgemaf3e Vorrichtung jedoch eben-
so flur Empfangsoperationen eignet. Mit anderen
Worten, beim Senden nimmt der Kompaktbaugrup-
penartikel Signale von der Host-Karte auf und gene-
riert die entsprechenden Hochstromsignale zum
Senden an den optoelektronischen Chip; empfanger-
seitig nimmt der Kompaktbaugruppenartikel Nieder-
stromsignale auf, die von dem optoelektronischen
Chip generiert wurden, und verstarkt und digitalisiert
die aufgenommenen Signale auf Pegel, die zum Sen-
den an die Host-Karte geeignet sind.

[0089] Da weitere Modifikationen und Anderungen
eingebracht werden koénnen, um besonderen Be-
triebsbedirfnissen und Umgebungen gerecht zu wer-
den, ist sich der Fachmann naturlich bewusst, dass
sich die Erfindung nicht auf das zur Offenbarung ge-
wiéhlte Beispiel beschrankt, sondern alle Anderungen
und Modifikationen abdeckt, die keine Abweichung
von Umfang und Wesensart der Erfindung darstellen.

[0090] Nach der obigen Beschreibung folgt hier
nachstehend in den anhangigen Anspriichen, wel-
cher Patentschutz beantragt wird.

Patentanspriiche

1. Eine Kompaktbaugruppe zum ausbaubaren
Aufnehmen eines Faseroptikkabels, wobei die Kom-
paktbaugruppe operativ an eine Host-Karte ange-
schlossen ist, enthaltend:
ein Laminat zum Tragen optoelektronischer Kompo-
nenten;
ein Verstarkerchip zum Verstarken elektrischer Sig-
nale, der operativ mit dem Laminat verbunden ist und

von diesem getragen wird;

eine flexible Schaltung zum Empfangen der verstark-
ten Signale von dem Verstarkerchip, die elektrisch an
das Laminat angeschlossen ist und von diesem ge-
tragen wird;

einen optoelektronischen Chip zum Empfangen der
verstarkten elektrischen Signale, die von dem Ver-
starkerchip generiert wurden, und zum Generieren
von optischen Signalen als Reaktion darauf, der elek-
trisch an die flexible Schaltung angeschlossen ist;
und

einen Kuhlkdérpertrager zum Abfiihren von Warme
von der flexiblen Schaltung, der operativ mit dieser
verbunden und an dem optoelektronischen Chip be-
festigt ist.

2. Kompaktbaugruppe gemaf Anspruch 1, wobei
die Kompaktbaugruppe ferner umfasst:
eine optische Teilbaugruppe in optischer Kommuni-
kation mit dem optoelektronischen Chip zum Emp-
fangen und Bearbeiten der elektronischen Signale
aus dieser, wobei die optische Teilbaugruppe einen
Optokoppler und einen ausbaubaren optischen Ver-
binder mit einem optischen Kabel aufweist.

3. Optoelektronische Teilbaugruppe zum Emp-
fangen optischer Signale aus einem Faseroptikkabel,
wobei die optoelektronische Teilbaugruppe operativ
an eine Host-Karte angeschlossen ist, und die optoe-
lektronische Teilbaugruppe umfasst:
einen optoelektronischen Chip zum Empfangen elek-
trischer Signale und zum Generieren optischer Sig-
nale als Reaktion auf dieselben;
eine flexible Schaltung, die elektrisch an den optoe-
lektronischen Chip angeschlossen ist;
einen Optokoppler, der optisch an den optoelektroni-
schen Chip angeschlossen ist, um von diesem opti-
sche Signale zu empfangen; und
einen Kuhlkorpertrager, der operativ mit der flexiblen
Schaltung verbunden ist und an dem optoelektroni-
schen Chip befestigt ist, um von diesem Warme ab-
zuleiten.

4. Optoelektronische Teilbaugruppe gemal An-
spruch 3, wobei die optoelektronische Teilbaugruppe
ferner umfasst:
einen optischen Verbinder, der an den Optokoppler
ausbaubar angeschlossen ist und in optischer Kom-
munikation mit diesem steht; und
eine Halterung zum Ausrichten des Optokopplers
und des optischen Verbinders, die an den Optokopp-
ler operativ angeschlossen und mit dem optischen
Verbinder ausbaubar verbunden ist.

5. Optoelektronische Teilbaugruppe gemal An-
spruch 4, wobei der optische Verbinder ferner ein Op-
tikkabel umfasst.

6. Kompaktbaugruppenartikel zum ausbaubaren
Aufnehmen eines waagrecht ausgerichteten Faser-
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optikkabels, das operativ an eine Host-Karte ange-
schlossen ist, enthaltend:

eine flexible Schaltung, die zwischen mindestens ei-
nem Translations-Chip, der operativ mit einem Lami-
nat verbunden ist, und einem optoelektronischen
Chip angeordnet ist;

mindestens einen Kihlkérpertrager;

ein Faseroptikkabel, das mit diesem mindestens ei-
nen Translations-Chip verbunden ist, so dass das Fa-
seroptikkabel aus dem Laminat in einer Richtung
austritt, die im wesentlichen parallel zu einer waag-
rechten Ebene liegt, unter Definieren der Richtung
des Laminats;

einen umspritzten Formteilrahmen, der von dem La-
minatstliick getragen wird, wobei der umspritzte
Formteilrahmen einen Einbauraum aufweist zur Auf-
nahme der flexiblen Schaltung, des optoelektroni-
schen Chips und des mindestens einen Kihlkdrper-
tragers;

wobei der mindestens eine Kuhlkorpertrager operativ
mit den optoelektronischen Chip verbunden ist;
wobei der Einbauraum im umspritzten Formteilrah-
men den mindestens einen Kihlkérpertrager, den op-
toelektronischen Chip und die flexible Schaltung auf-
nimmt und sichert.

7. Kompaktbaugruppenartikel gemafl Anspruch
6, der ferner einen Kleber zum Befestigen der flexib-
len Schaltung an dem mindestens einen Kuhlkérper-
trager, des Laminats an der flexiblen Schaltung und
des optoelektronischen Chips an dem mindestens ei-
nen Kihlkérpertrager enthalt.

8. Kompaktbaugruppenartikel gemafl Anspruch
7, der ferner mindestens eine Faradayschrankenab-
schirmung enthalt, wobei der umspritzte Formteilrah-
men die mindestens eine Faradayschrankenabschir-
mung aufnimmt, die eine HF-Isolierung des mindes-
tens einen optoelektronischen Chips vorsieht.

9. Kompaktbaugruppenartikel gemafl Anspruch
7, der ferner eine Faseroptikkopplung enthalt, die
zwischen dem optoelektronischen Chip und dem
mindestens einen Faseroptikkabel angeordnet ist.

10. Kompaktbaugruppenartikel gemafl Anspruch
9, der ferner eine Halterung enthalt, und in dem die
Faseroptikkopplung, die zwischen dem optoelektro-
nischen Chip und dem mindestens einen Faseroptik-
kabel angeordnet ist, durch einen Schnappver-
schluss mit der Halterung verbunden ist, wobei die
Halterung am Kuhlkdrpertrager befestigt ist.

11. Kompaktbaugruppenartikel gemafl Anspruch
10, in dem die Faseroptikkopplung einen umspritzten
Formteilrahmen aufweist.

12. Kompaktbaugruppenartikel gemaf Anspruch
10, in dem die Faseroptikkopplung einen Optokopp-
ler aufweist, der an einem Ende mit dem optoelektro-

nischen Chip verbunden ist, und wobei der Opto-
koppler an einem entgegengesetzten Ende an einen
optischen Verbinder befestigt ist, wobei der optische
Verbinder mit dem mindestens einen Faseroptikkabel
verbunden ist.

13. Kompaktbaugruppe zum Koppeln eines
waagrecht ausgerichteten Satzes von Faseroptikka-
beln an vertikal ausgerichteten Translations-Chips,
enthaltend:
mindestens ein faseroptisches Kabel, wobei das fa-
seroptische Kabel im wesentlichen parallel zu einer
Ebene ausgerichtet ist, die im wesentlichen ein hori-
zontal ausgerichtetes Laminat definiert, eine flexible
Schaltung, die operativ zwischen dem Laminat und
dem mindestens einen Faseroptikkabel angeordnet
ist, so dass wenigstens ein Faseroptikkabel aus dem
Laminat in einer Richtung herausragt, die im wesent-
lichen parallel zu einer waagrechten Ebene liegt, die
eine Ausrichtung des Laminats definiert, einen um-
spritzten Formteilrahmen, der vom Laminat getragen
wird, einen Kuhlkérpertrager mit dem optoelektroni-
schen Chip, wobei der umspritzte Formteilrahmen ei-
nen Einbauraum zum Aufnehmen der flexiblen
Schaltung, des optoelektronischen Chips und des
Kuhlkérpertragers hat.

14. Kompaktbaugruppe zum Kommunizieren mit
einer Host-Karte, wobei die Kompaktbaugruppe eine
Struktur gemaf Anspruch 13 aufweist und proximal
zur Host-Karte angeordnet ist, um elektronische Sig-
nale zwischen ihnen zu lbertragen.

15. Kompaktbaugruppe gemaf Anspruch 13, die
ferner mindestens eine HF-Schranken-Abschirmung
aufweist, wobei der umspritzte Formteilrahmen diese
mindestens eine HF-Schranken-Abschirmung zur
HF-Isolierung dieses mindestens einen optoelektro-
nischen Chips aufnimmt.

16. Kompaktbaugruppe gemaf Anspruch 13, die
ferner eine faseroptische Kopplung aufweist, die zwi-
schen dem mindestens einen optoelektronischen
Chip und dem mindestens einen faseroptischen Ka-
bel angeordnet ist.

17. Kompaktbaugruppe gemal Anspruch 16, der
ferner eine Halterung aufweist, und in der die faser-
optische Kopplung zwischen dem mindestens einen
optoelektronischen Chip und dem mindestens einen
faseroptischen Kabel ausbaubar an der Halterung
befestigt ist, und die Halterung am Kuhlkérpertrager
befestigt ist.

18. Kompaktbaugruppe gemafy Anspruch 16, in
dem die faseroptische Kopplung einen umspritzten
Formteilrahmen umfasst.

19. Kompaktbaugruppe gemaf Anspruch 16, in
der die faseroptische Kopplung einen Optokoppler
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aufweist, der an einem Ende mit dem optoelektroni-
schen Chip verbunden ist, der Optokoppler am ge-
genuberliegenden Ende an einem optischen Verbin-
der befestigt ist, und der optische Verbinder mit dem
mindestens einen faseroptischen Kabel verbunden
ist.

20. Ubertragende optoelektrische Teilbaugruppe
zum Aufnehmen eines parallelen faseroptischen Ver-
binders, der an einem Ende eines parallelen faserop-
tischen Kabels befestigt ist, enthaltend:
eine optoelektronische Teilbaugruppe, enthaltend
eine Ubertragende optoelektronische Vorrichtung, die
an einem Trager befestigt ist, eine elektrische Signal-
Ubertragungsvorrichtung und eine Optokoppler-Sig-
nalUbertragungsvorrichtung, die an einer Halterung
und an dem Trager befestigt ist; und
eine elektronische Teilbaugruppe, die einen um-
spritzten Formteilrahmen aufweist, der an einem La-
minat und an der Halterung befestigt ist.

21. Teilbaugruppe gemaf Anspruch 20, in der die
elektrische Signallbertragungsvorrichtung ein elek-
tronisches Signal von dem Laminat elektronisch an
die Ubertragende optoelektronische Vorrichtung kop-
pelt, die Ubertragende optoelektronische Vorrichtung
das elektronische Signal in ein optisches Signal um-
wandelt, die optische Signallibertragungsvorrichtung
das optische Signal optisch an den parallelen faser-
optischen Verbinder koppelt, und die Halterung den
parallelen faseroptischen Verbinder ausbaubar fest-
halt.

22. Elektronische Kompakt-Teilbaugruppe zum
elektrischen Koppeln an eine externe Kontakifla-
chenmatrix, die auf einer elektronischen Host-Basis
angeordnet ist, wobei die elektronische Kom-
pakt-Teilbaugruppe so ausgelegt ist, dass sie mecha-
nisch und elektrisch eine externe elektronische Kom-
ponente aufnimmt, und die elektronische Kom-
pakt-Teilbaugruppe umfasst:
eine elektronische Vorrichtung, die an einem Laminat
befestigt ist, mit einer ersten Kontaktflachenmatrix
zum elektrischen Koppeln an die externe Kontakifla-
chenmatrix, mit einer zweiten Kontaktflachenmatrix
zum elektrischen Koppeln an die externe elektroni-
sche Komponente, und Laminatverdrahtung zum
elektrischen Koppeln der ersten Kontaktflachenmat-
rix an die zweite Kontaktflichenmatrix und an die
elektronische Vorrichtung; und
einen umspritzten Formteilrahmen mit einem Gehau-
seteil, der im Wesentlichen die elektronische Vorrich-
tung einschlieft, und mit Ausrichtungsmitteln zum
Aufnehmen der externen elektronischen Komponen-
te.

23. Elektronische Kompakt-Teilbaugruppe, die
elektrisch durch ein elektronisches Signal an eine
elektronische Host-Basis gekoppelt ist, wobei die
elektronische Kompakt-Teilbaugruppe so ausgelegt

ist, dass sie mechanisch und elektrisch eine externe
elektronische Komponente aufnimmt, und die elek-
tronische Kompakt-Teilbaugruppe umfasst:

a) eine elektronische Vorrichtung;

b) ein Laminat, das eine Laminatbeschaltung auf-
weist;

c) eine erste Kontaktflachenmatrix auf einer ersten
Laminatoberflache zum elektrischen Koppeln des
elektronischen Signals zur Laminatbeschaltung;

d) eine auf einer zweiten Laminatoberflache ange-
ordnete zweite Kontaktflachenmatrix, wobei die La-
minatbeschaltung die erste Kontaktflachenmatrix zur
elektronischen Vorrichtung und zur zweiten Kontakt-
flachenmatrix elektrisch ankoppelt; und

e) einen umspritzten Formteilrahmen, enthaltend ei-
nen Gehauseteil und Ausrichtungsmittel zum Auf-
nehmen der externen elektronischen Komponente;
wobei die elektronische Vorrichtung am zweiten La-
minat befestigt und im Wesentlichen in dem Gehau-
seteil untergebracht ist.

24. Verfahren zum Koppeln von mindestens ei-
nem faseroptischen Kabel an mindestens einen Um-
setzungs-Chip, umfassend die Schritte:

Legen eines elektrischen Signals von einem Verstar-
ker-Chip an eine auf einem Laminat angeordnete fle-
xible Schaltung, mit der eine Host-Karte elektrisch
verbunden ist;

Umwandeln des elektrischen Signals in ein optisches
Signal; und

Legen des optischen Signals auf einen Optokoppler
zum Ubertragen des optischen Signals auf einen op-
tischen Verbinder, der an dem wenigstens einen fa-
seroptischen Kabel befestigt ist.

25. Verfahren gemaf Anspruch 24, ferner umfas-
send den Schritt:
Abziehen von Warme aus einem optoelektronischen
Chip, der in dem Elektrosignalumwandlungsschritt
benutzt wird.

26. Verfahren gemaf Anspruch 25, ferner umfas-
send den Schritt:
Vorsehen eines Kuhlkdrpertragers, der operativ mit
dem mindestens einen Umsetzungs-Chip verbunden
ist zwecks Durchfihren des Warmeabzugsschritts.

27. Verfahren gemaf Anspruch 24, ferner umfas-
sen den Schritt:
Vorsehen einer Halterung, die operativ mit dem Op-
tokoppler und ausbaubar mit dem optischen Verbin-
der verbunden ist zwecks Ausrichten des Optokopp-
lers mit dem mindestens einen Faseroptikkabel des
optischen Verbinders.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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